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 要  旨 
 近年、次世代の無線通信システムとして超広帯域無線(UWB:Ultra Wide Band)が注目されている。UWB
は3.1GHz～10.6GHzの周波数帯域を利用するが、従来から存在するIEEE 802.11a/n の利用帯域がUWB
の一部の帯域と重複している。そのような背景によりUWBの周波数帯域のうち4.8GHz～6.3GHz 
(Middle band)を除いた、3.1～4.8GHz(Lowband)及び6.3～10.6GHz(High band)の2 つの帯域を使用するこ
とが考えられる。また、近年において電子機器の外部の機器との接続方法として無線システムの導入
が始まっているが、それと同時にモバイル機器の小型化や薄型化も進んでおり、小型かつ低背なモジ
ュールが必要とされている。そのようなモバイル機器の小型化や高機能化において、モジュールを実
現する方法の1 つとして低温同時焼成セラミックス(LTCC:Low Temperature Co-fired Ceramics)基板を
用いた技術が挙げられる。モジュールに内蔵する受動フィルタにおいても同様にLTCC基板を用いた小
型かつ低背な回路が必要とされている。本論文では、LTCC基板に内蔵可能な積層構造を有するUWB 
Low band及びHigh bandでの利用を想定した低背型デュアルバンド帯域通過フィルタ(BPF:Bandpass 
Filter)の実現及び小型化を目的とする。 
 低背型デュアルバンドBPFの小型化の実現に際し、2段階に分け検討を行った。まず結合線路、先端
開放型共振器及び先端短絡型共振器を用いて、UWB Low band及びHigh bandの2つの帯域を有するデュ
アルバンドBPF を低背な基板で構成した。次に、先に述べたデュアルバンドBPFを構成する各線路部
を一定の指針の下で折り曲げることにより回路の小型化を行った。構成した回路は、回路シミュレー
タ(Ansoft Designer SV：Ansoft社)及び3 次元電磁界シミュレータ(Ansoft HFSS ver.11：Ansoft 社)を用い
た計算による検討を行った。 
 検討結果として、まずUWBフルバンドの帯域を有するBPF にMiddle band帯域内に減衰極を有する共
振器を装荷することにより、良好なスカート特性を有する低背型デュアルバンドBPFを実現した。次
に、先に示したデュアルバンドBPFの各線路を折り曲げることにより回路の小型化を行った。また小
型化の際に、各共振器の共振周波数及び減衰極の実現周波数の変化が尐なくなるような指針を示すこ
とにより、小型化を行う前と同様の特性を有する小型な回路を実現した。以上の検討により、低背構
造を有するLTCC基板において7.2%の回路サイズにまで小型化し、かつUWB Low band及びHigh band 
の2 つの帯域を有するデュアルバンドBPF を実現した。 
 
